


2、公司在 2024 年及未来的发展方向。

答：随着大电流、高电压等应用场景需求增长，功率器件产品需求持

续旺盛，应用了 Clip bond 等技术的产品封装系列能够更好的满足市场对

大电流、高电压等功率器件的要求，在工业控制、新能源汽车等领域广泛

得到应用。公司将基于现有的功率器件封装的核心技术，持续紧密围绕大

电流、耐高温、高功率器件封装技术开展研发，并在封装过程的粘片、压

焊等多个环节不断创新。同时，在芯片级贴片封装技术（DFN/QFN 封装等）

方向，公司将顺应行业发展趋势，逐步向更小尺寸封装和更大尺寸封装、

高功率密度方向发展。

3、公司研发投入情况。

答：公司的研发投入的变化主要受公司研发计划和研发项目所处阶段

的影响，公司的研发计划根据市场需求和客户需求而制定。公司将持续积

极加大研发投入，紧跟行业研发热点，将技术创新作为自身发展的重要驱

动力。公司每年研发费用支出均达千万元以上，占营业收入比重超过 4%；

公司目前研发人员约 150 人，占比超过 10%，核心技术人员稳定。

同时，公司注重人才的引进和培养，逐步建立了较为完善的人才引进

与培养机制，采取多元化的薪酬激励体系，促进内部竞争，培养专业化人

才队伍



风险投资。

6、蓝箭未来成本管控的情况。

答：公司在数字化、智能制造领域目前已开展全部产线设备数字化管

理和自动搬运管理推动升级。公司已经引入应用机器人封装技术、AI 智

能管理、制造业大数据分析系统等，目前已通过自主创新在封测全流程实

现智能化、自动化生产体系的构建，实现了供、产、销、研有机互联，能

够从订单接收到产品出库实现全流程质量控制和实时监测，实现全流程的

智能互联。未来，随着国内半导体生产技术持续提升，公司将继续推进和

实现半导体生产设备、生产材料的国产化替代进程。

附件清单（如有） 无

日期 2024 年 10 月 14 日


